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证券代码：688347        证券简称：华虹公司        公告编号：2026-031 
港股代码：01347         港股简称：华虹半导体 

华华虹虹半半导导体体有有限限公公司司  

关关于于发发行行股股份份购购买买资资产产并并募募集集配配套套资资金金暨暨关关联联交交易易

报报告告书书（（修修订订稿稿））修修订订说说明明的的公公告告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 

华虹半导体有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份方式向上海华虹

（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产

业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业

（有限合伙）购买其合计持有的华力微 97.4988%股权（以下简称“本次交易”）。 

公司于 2026 年 3 月 30 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具

的《关于受理华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》

（上证科审（并购重组）〔2026〕15 号），并于 2026 年 4 月 2 日收到上交所下

发的《关于华虹半导体有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

关联交易申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2026〕16 号）（以下简

称“《审核问询函》”）。 

目前，公司完成了《审核问询函》相关问题的回复，独立财务顾问、会计师

事务所、律师事务所、评估机构就《审核问询函》中的相关事项进行核查并发表

明确意见，同时对 2026 年 3 月 30 日于上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《华

虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（申报

稿）》予以修订，形成了《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资

金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“《重组报告书（修订稿）》”）。 

现将相关补充和修订的主要内容说明如下： 

重重组组报报告告书书章章节节 修修订订情情况况说说明明 

释义 在“释义”中补充了专业名词释义 

第四节 标的公司基

本情况 
在“第四节 标的公司基本情况”之“九、标的公司报告期会计

政策及相关会计处理”之“（二）标的公司会计政策和会计估计



2 

重重组组报报告告书书章章节节 修修订订情情况况说说明明 

与同行业或同类资产之间的差异及对拟购买资产利润的影响”中

补充披露了标的公司各类业务具体收入确认政策，收入确认时点

及相关依据，与同行业可比公司的差异 
在“第四节 标的公司基本情况”之“六、标的公司主营业务情

况”之“（五）主要产品生产及销售情况”之“4、报告期内前

五大客户销售情况”中补充披露了标的公司在报告期内向前五大

客户销售的具体内容 

第六节 标的资产评

估作价基本情况 

在“第六节 标的资产评估作价基本情况”之“二、董事会对本

次交易标的评估合理性及定价公允性分析”之“（六）定价公允

性分析”补充披露了可比交易案例及相关分析 

第九节 管理层讨论

与分析 

在“第九节 管理层讨论与分析”之“二、本次交易标的行业特

点和经营情况的讨论与分析”之“（七）行业竞争格局和行业内

主要企业”中更新可比公司芯联集成、华润微、士兰微的 2025
年度财务数据 
在“第九节 管理层讨论与分析”之“三、标的公司的财务状况

和盈利能力分析”之“（一）财务状况分析”和“（二）盈利能

力分析”中将可比公司芯联集成、华润微、士兰微的财务数据及

财务指标更新至 2025 年度/2025 年 12 月 31 日 

第十二节 风险因素 

在“第十二节 风险因素”之“二、与标的公司相关的风险”中

补充披露了“（十）2024 年非经常性损益占比较高的风险”相关

内容 
在“第十二节 风险因素”之“二、与标的公司相关的风险”中

补充披露了“（十一）标的公司评估的相关风险”相关内容 

除上述修订和补充披露内容之外，上市公司已对《重组报告书（修订稿）》

全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字内容，对本次交易方案无影响。 

特此公告。 

 

华虹半导体有限公司董事会 

2026年5月30日 


